Maszyny / Materiaty / Technologie / Szkolenia
dla przemystu elektronicznego

NN
N

») pbtechnik.com.pl

-
-
-]
"
o
=
=
L]

Stronalz3

Certyfikowany Specjalista IPC-7711/7721
Poprawki, modyfikacja, i naprawa zespolow elektronicznych

Szkolenie certyfikacyjne IPC
Program szkolenia

Przeglad programu szkoleniowego IPC-7711/7721 CIS
Modut 1-10 (20% - teoria, 80% - praktyka)

Modut 1 (rozdzial 1):
Whprowadzenie /IPC - Zasady i procedury /Procedury wspodlne
Czas trwania: ok. 5 godzin

1 Ogolne

1.1 Zakres

1.2 Cel

1.3 Tto historyczne

1.4 Terminy i Definicje

1.5 Stosowalno$¢, Kontrole i Dopuszczalno$¢
1.6 Szkolenie

1.7 Podstawowe rozwazania

1.8 Stacje robocze, Narzgdzia, Materialy i Procesy
1.9 Lutowanie bezotowiowe

2.8 Dbatos¢ 1 utrzymanie grota

Modut 2 (rozdziatl 2):
Przewody
Czas trwania: ok. 0,5 godziny — teoria, ok. 2,5 godziny — praktyka

8.1 Splatanie

Modut 3 (rozdziatl 3):
Powtoki ochronne
Czas trwania: ok. 0,75 godziny — teoria, ok. 1,25 godziny — praktyka

2.3 Usuwanie warstwy
2.4 Wymiana warstwy
2.5 Suszenie i podgrzewanie

Modutl 4 (rozdzial 4):

Komponenty przewlekane

Czas trwania: ok. 0,75 godziny — teoria, ok. 4,5 godziny — praktyka
3.1 Rozlutowywanie komponentow przewlekanych
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Modul 5 (rozdziat 5):
Komponenty typu CHIP i MELF
Czas trwania: ok. 0,75 godziny — teoria, ok. 2,5 godziny — praktyka

3.3 Demontaz Komponentu Chip
4 Przygotowanie p6l lutowniczych
5.3 Montaz Komponentu Chip

Modul 6 (rozdzial 6):
Komponenty typu skrzydta mewy

Czas trwania: ok. 1 godziny — teoria, ok. 4 godziny — praktyka

3.5 Demontaz Komponentu SOT

3.6 Demontaz Komponentu SOIC (wyprowadzenia z dwoch stron)
3.7 Demontaz Komponentu QFP (wyprowadzenia z czterech stron)
4 Przygotowanie Pol Lutowniczych SMD

5.5 Montaz Komponentu QFP

Modul 7 (rozdzial 7):
Komponenty PLCC (Wyprowadzenia J)
Czas trwania: ok. 0,5 godziny — teoria, ok. 1,5 godziny — praktyka

3.8 Demontaz Komponentu PLCC

4 Przygotowanie Pol Lutowniczych SMD
5.6 Montaz Komponentu PLCC

6 Usuwanie Zwar¢

Modut 8 (rozdziat 8):
Komponenty BGA
Czas trwania: ok. 0,5 godziny — teoria

3.9 Demontaz BGA/CSP
5.7 Montaz BGA/CSP

Modutl 9 (rozdzial 9):
Naprawy laminatu
Czas trwania: ok. 0,5 godziny — teoria, ok. 1,5 godziny — praktyka

2.6 Zywice Epoksydowe — Miksowanie i Naktadani
3.3 Naprawa otworu
3.5 Naprawa materiatu podstawowego
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Modut 10 (rozdziat 10):
Naprawy obwodow
Czas trwania: ok. 0,75 godziny — teoria, ok. 2,75 godziny — praktyka

4.2 Naprawa przewodnika

4.7 Naprawa pola montazowego SMD

5.1 Naprawa otworu metalizowanego

6.1 Przewody potaczeniowe

2.6 Zywice Epoksydowe — Miksowanie i Naktadanie

Egzamin koncowy:
Egzamin koncowy (25 pytan) ksigzka otwarta (OPEN BOOK): ok. 2 godziny

Ramowy plan dzienny szkolenia:

08:30 Rozpoczecie kursu
10:30 Przerwa Kawowa
10:45 Kontynuacja
12:00 Lunch

13:00 Kontynuacja
14:30 Przerwa kawowa
14:40 Kontynuacja
16:00 Zakonczenie sesji
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